第七届“EE-CUSP”电子设计竞赛报名通知

一、大赛目的
为进一步培养大学生的创造能力与创新意识，增强大学生实践能力与动手能力，提高学生的团队协作能力，上海理工大学EE-CUSP电子设计竞赛秉持“团队协作、求实创新”的宗旨，通过社团软硬件教学，学生将理论知识与实践操作相结合。特此举办本项比赛，选拔并培养相关创新型人才。

二、大赛的内容与主题
第七届“EE-CUSP”电子设计竞赛主题为“电子综合设计”的相关设计，包含硬件、软件功能等个性创意。

所有参加比赛的作品必须与本届大赛的主题和内容相符，与主题和内容不符或限定范围不符的作品不能参赛。对本届大赛的进一步说明，可参考评分细则。
三、组织与领导
主办单位：上海理工大学机械工程学院EE-CUSP电子设计社团

主管单位：上海理工大学机械工程学院、本科生院(教务处)、本科生院(创新创业学院)

四、参加条件与方式
1. 参与条件：上海理工大学在校学生以小组形式报名参加，各参赛队学生人数不得多于3人。

2. 参与方式：参赛队伍接到通知后，请将报名表格在比赛前一周内填写后发到指定邮箱中，即可按照比赛主题和内容要求进行准备，完成作品的设计与制作，提交技术文档，并最终进行演示和答辩。

五、本届比赛相关进程的重要时间节点
1. 2023年5月16日17:00，赛题发放。

2. 2023年5月16日至2023年6月3日，比赛作品制作。

3. 6月3日20:00技术报告截止提交。

4. 2023年6月4日至6日，根据报名人数进行现场比赛。
六、评奖
本次大赛设立一等奖占比10%、二等奖占比20%、三等奖若干。
七、其他事项
比赛qq群：539760423
表格收取邮箱：3050095005@qq.com
上海理工大学机械工程学院EE-CUSP电子设计社团
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